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>	GENERALE
Il depaneling laser assicura la maggior flessibilità a chi deve progettare 

una scheda elettronica. Può infatti separare multiplati con componenti 
sotto ai testimoni (connettori, flat, ecc..) e permette di gestire il depane-
ling senza particolari vincoli meccanici, grazie alla sua peculiarità di non 
interagire meccanicamente con i PCB.

Tuttavia può essere utile, al fine di ottimizzare i tempi ciclo e per ridur-
re i costi di sviluppo dell’applicazione, seguire le linee guida riportate in 
questo documento, ove possibile, durante lo sviluppo del PCB.

>	KEY RULES
01.	 Distanze ed ingombri di componenti vicino al bordo
02.	 Progetto e geometria dei multiplati
03.	 Posizione dei Testimoni
04.	 Tipologia dei Testimoni

>	Spessore e tipologia del materiale
Il depaneling laser arriva a separare 

spessori importanti (oltre i 2mm). Tuttavia 
è preferibile ridurre al minimo lo spessore del PCB 
per diminuire drasticamente i tempi ciclo e per aumentare 
la qualità del taglio. Come si vede dalla foto i risultati migliori si han-
no per schede FR4 con spessori inferiori ad 1,6mm.

 Il materiale specifico (FR4 o CEM) può influire sulla qualità finale del taglio. Si richiede una prova 
pratica presso i laboratori Osai A.S. per valutare le caratteristiche del materiale scelto.

01. Distanze ed ingombri di componenti vicino al bordo
La possibilità di eseguire il depaneling da entrambi i lati assicura la massima libertà di progetto. 
In caso di sistema in linea può essere utile prestare attenzione agli ingombri della focale, al fine di non dover 
ribaltare la scheda.
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Il calcolo della distanza X è da calcolare 
utilizzando l’angolo della focale di 30° 

appoggiato al piano del PCB.
Il punto dove il cono diventa un cilindro, 
determina la massima distanza richiesta per 
componenti più alti di 1cm.

PCB

Componenti

Telecamera

Testimone

Indica l’area massima 
di ingombro 20 mm

Ingombro Focale 30°

Raccordo aria e Gas inerte

Focale Laser

Testimone Fine 1mmFrancobollo 2mm Testimone Medio 2-3mm V-CutFrancobollo 1mm Taglio in Pieno

04. Tipologia e forma dei punti di taglio - i punti di taglio migliori sono, in ordine di priorità, i seguenti:

Risoluzione di casi pratici

Problema: Connettore Sotto al Testimone

Soluzione: Pre-taglio Laser del Testimone

Problema: V-Cut Sopra al Flat

Soluzione: Pre-taglio Laser del V-Cut

Problema: Forme di PCB Particolari

Soluzione: Semplice Piano di Taglio

Piastra di centraggio e bloccaggio della scheda, specifica per il pro-
dotto da lavorare. Le spine di centraggio hanno infatti la funzione di 
centrare la scheda e/o il blister ed i punzoni di contrasto di solleva-
re, nel caso di blister, la scheda predisponendola per il taglio.
Alla base viene installato un cutting box per l’aspirazione dei fumi e 
detriti risultanti dal taglio. 

Area totale di lavoro con sistema in linea

02. Progetto e geometria dei multiplati

Area totale di lavoro  
con sistema 

a cassetto singolo 
(area di taglio 400x345)

Area totale di lavoro
con sistema 

a cassetto doppio
(area di taglio 194x345)

03. Posizione dei testimoni

Profilo di Taglio Laser di 
FR4 da 1,6mm
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Contatta Osai per la verifica on-line del PCB progettato
Per avere un supporto sicuro e a costo zero, è possibile spedire via e-mail il file CAD del PCB da fare verificare, all’indirizzo 

application-support@osai-as.it
Il servizio risponde in breve tempo segnalando eventuali problematiche o/e miglioramenti


